
Vollautomatischer Lötbarkeitstest mit Benetzungswaage: Zeigt der tötbarkeitstest Auffälligkeiten, so lässt sich die Lötbarkeit mithilfe der von HTV enrwi-
ckelten Aufarbeitungsverfahren wiederherstellen.

lns lnnere gesGllaut
Qualitätssicherung durch umfassende Test- und Analytikdienstleistungen

Die Hera usforderungen im Bereich Qualitätssicherung in der Elektronikfertigung werden durch die Miniaturi-

sierung und stetig neue Prod u ktionsmethoden immer größer. Um elektronische Einzelkomponenten und auch

Baugruppen gezielt und zuverlässig untersuchen zu können, sind für den jewelligen Anwendungsfall die ge

eigneten Test und Analysesysteme, aber auch hochqualifiziertes Personal unabdingbar. Att,,r tlrl!1 I l,irr lül

it leanrs i]us insgrsanrt nrehr

i ls 220 lngenieLrrcf, Doklorcn,
Tr:chni ker n un(l llacharbcitcralr

so\\,ir. L'inr-rr r Lr d ic rr rchscndcrr 'fest uncl

;\nillytikr lr forcl crLLnlic n angcpassteir,

k on Ii r-rr r i cr-l I ch r'r'a ch sc n d c n l\4a sch i r r c r r

und (1('r:itepart bietet H l V-H.lLilcilcr T.qr

ct \rerlrieb ans Benshcillr rrclividu,-'llc,

hochwertjgr- uncl c1t'tttillicrtc UrrtcrsLr

cliLrngcn clcklrorischer Bauteile nncl BatL

!lruppen af D;s Unlcrnchmen hat sich

r' I ,l. rr' i \.' ' '

ßL.r-r.ich Tcsi, B aLr leilprograli inieru ng,

Langzeitkonscr\'lcrune uncl laeerung

sorvie ,,\ alvtik elckt ron ischcr Komprr

ncntcn sen-r.rcht. \\ichtig ltir cincn opli

nialell Un tcrsu c hnngser lolg isl dabci
.ncben ern,-.r hochrvertigen unci umirng

'r ', .' 'l.rr.-rrl ' r
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aui dcm (lcbict dr..r Llektronik rrn.l Bau
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Analytiklabor für Fehleranalysen
So r,rtr.lcn d ir: gcn onnenc.rr Ir'gc.L]r-risse

ilcnr Krndr:n richl nrrr anhrncl von Kur lr..n

Lr ncl Nless$,ertor \,\,crh. eellebrn, sonLlern

ir Fornr einer cletaillicrtL'n Arralvsc Ll,.:r

\\'. \, ir,. r I Hir

lveisen zü \\,cilcren Optir'nit'r nr-rgs uncl

\ierbesseru rcspotcnzial lvlittels rlieser

gel,onnenen Erkcnnlnisse isi es lnajglich,

l;ertigungsprozr'sse !lezieli zn vcr bcsscrn

und effizienter zu geslalten. Frir Änal-r'scn

uncl'ltsts nri Bauieilclrenc liomncn bci

FITV eine \rielzahl hochl<omplcxcr digitn

lcr und analogcr Clrolllcstsvstama zurn

l-llfsatz. Hicr könncn Stanllilrd Bi[rtei]e,

ASICs tLlcl Sontlerbauleile sou,ohl nach

L)atenblatt ais auch ccrlräli nahcz! bclic

Lrigen kundcnspcziI jsch cn AniorrlenLngen

nrittels t'isels liil rliL'

geu'iirscl-rien Uricrsuchrrn

gell angepassien Pr i:iappli
kationen und Teslarr ibautr:n

gepniil rvr.'rdcn.

Mit dem hochselektiven Verfah
ren Nleta fine Prep präparierte
Proben zeigen im Gegensatzzu
herkömmlich bearbeiteten Pro

ben das innere metallische Fein

gefüge, wie etwa das dendriti-
sche Kupfergefüge eines SMD

Pins.
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Durch die zahlreichen Test' und Analyreverfahren und einer VieLzahl

besonderer Dienstleistungen wie die TAB Langzeitkonservierung, ge-
paart mit bestens äusgebildeten IMitarbeitern und kurzen Durch auf-
zeiten, steht HTV seinen Kunden als kompetenter Partner rund urf
e ektronische Komponenten zur 5eite.

Durch clns Anah lil<labor erschlicJlt sich filr dcn Kun.lL'n ncLrcn

clcr bcsch ricbcncn Pruifu ng clcktrischer Kennrvertc dic l\4öglich

kcjt zur Du rch lührung cletaillierter Fehleraualysen, beispiels\^rei

se an ALrsfallb;1ugruppen ocler b;iuteiler-l. Frageslellungen 1ul-rd

unr die Lötstellenqual jtät und der mijglicheru'eise n-retallurgiscl-rer-r

Ursachcn iilr clas Versagen vor-r LötverLrinLlungen lassen sicl-r

1rrilteLs einer 3D llilr-rlger-rlorrogra ije, Sch lillbildu n icr su.hLr nljcn

und dem Prüparalionsvcrlahrcn l\{ctr Fi]']e frcp bcantlr.ort,.-n

L)as hochselektiYc \rcrlahr cn crnögl icht cx1L.r't dc!tl ich ticlcrclr
Flnblicl< in das inncrc mc.tallischt lreingefüge crncr I']robc, dic'

konvcntroncllc UntersLrchungsnlethoden nicht erndgiichen. L)i1

mnler iallen Iülckschluss aUiHärte, Zähigkcit, Sprilcligl(eit, Lalt

Lrarl<eit und Erkenncn von Fehlstcllen inr Bcrcich dcs inter nrelal

lischcl1 Phascn übergr rgs. h Korrbinatlon nit ergänzr-nden Anil
lvseri rvic ct\'\.a mittels Rasterelektronenlnikroskopie und LDX
lassen sich metirllische \\erkstoffe un-rlassend beurteilen, uü1

l:eingelr,igestrukturen untl Phasenr-ibergängc flir LliL' (lLralilJt Lrrd

,t r ... i.] ir l- r \,..r. | .. , L tr,r , rl

Umfassende Qualitäts-Checks
Ein \a'L-itcrcr Einsatzbereich des Anah.hklaLrors ist die Be\'! ertunll
.1er Qualität von frendbeschallier \{a Ic, um \'f a nipulali(men \\'ic
Iielurbisl-rine ocler Unrlabehr zr'r.eiijelsirci zu cntrlcckcn unLi die

Clrigif al iläl zugelieterterTeile abzusichern. Detaillierte Untersü

r'; I . .. r '. I r"..r' I .

inncren r\ufbans si.hern.lie (lLralilil Tugcl<nutter Teile. Die

Bcschriltung dcr Siliziunrchils (Dics) lässt sich nriltcls \rergleich

mit elncnr Clriginalbarstcin (,,Coldcn Lf c\'ice") r.c'rilizicrcn. Dir:

L)berflächen $,er c1en aut llinr{,eise möglicher fiilschr-1ngclr, ivfa ni

pulaii(nlen, Aussorliervarrgiinge ocler Schäc1en hin untcr-sLrclrt.

Zur Bestimmung der Verarbeiibarkeit uncl Unlersuchung von

T-ijtproblelnen rl jcnclr vollautonratischc I-ötbarkcitstests mii Benet

zLrrgs\\,aage. Zcigt dcr Lijlbarkcitstcst Al] lti ll igkeiten, so lässl

sich dic l.iitL)arkeit nlitliilfe des von HTV ent\rickelten Rcvivcc

Autalbeitungs!,erfal-rrens 1^riederherstellen. tsei stark beeinträch

liglc'n Teilen bieiet das Novatin Verlahren durch die konpletle
En i tcrnu n!l oxi.l icr ler uncl clurchdiffuncl iertcr Zinnschicl-rlen tl-ril

anschlicßcndcn ALlfba Lr ci1]cr schr stabiicn und lötläh igcn Rcin

zinn-Schichl ejne sichere Verarbeitung il'n Lötprozcss.

Aber arrch StanLlarclware r,ie etr^,a Sleckverbinder könncn

hiisiclrtlich ihrcr Qualitäi unicrsuchi \'rerden. So ergeben sich

hier speziell bei den Kontaktobcrflächcn Fragcstellungen betref

len.l Goldschichtclicken ünd derc.n Härte. Nlittcls Ller Ri;n!lenflu

orcszcnzanah sc (RFA) isl es mirglich, in solchen Fällen clie tat-

sächlichcn Schichtdicl<en protrlemlos zu bL'shmlnen. Ergrinzcrcl

ernröltllchl dic instrLrnrcniierte Ein.lringprilllrng (Nanoindcnta

tion) dic ErnrilllLrng Llcr Härlc Llcr Konlakhralerialien, r!'ils bei
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spielsr^,'eisc Rücl<s,.:hlussr: auf cllc lJelastlrarl<eit clnes Kontaktes
zuLässl. -r\uch 

^Lrssigcn 
hnrsrchtlich cles Ällcrr'lr'rgsvethaLtens,

zrrm Br:ispicl im Rahncn einr-r Lanezeitlagr.rung, ergeben sich

crgänzcnd clurch cntsprecht.ncle Untersuch Lra gcn. t,,rr r

Aulor
Holger Krumme
l\,,lanaging Director TechnicalOperatjons,

HTV Halb eiter Test & Vertrieb

all- el ectronics.dä':i]

312pr0616

p,oductronic los-oo/zote 145

DIBEKT

Selektivlöten der neuen Generation

tnter \\
!ete!/-


